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(57)摘要

本发明涉及一种通体大理石瓷砖的制备方

法，属于仿大理石瓷砖制备的改进技术领域。本

发明所述的通体大理石瓷砖的制备方法，是将干

法混色工艺和立体布料工艺相结合制备坯体，在

坯体表面施面釉，然后在面釉表层依次喷剥开墨

水和剥开釉，最后进行烧制得到通体大理石瓷

砖。本发明简单、节能环保，突破了传统工艺的瓶

颈，应用广泛，制备的瓷砖真实还原了天然石材

质感，整体美观、空间装饰效果更加逼真，更有质

感。
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1.一种通体大理石瓷砖的制备方法，其特征在于：将干法混色工艺和立体布料工艺相

结合制备坯体，在坯体表面施面釉，然后在面釉表层依次喷剥开墨水和剥开釉，最后进行烧

制得到通体大理石瓷砖；

所述剥开墨水的密度为1.15±0.01g/cm3；

所述剥开釉的比重为1.45-1.48g/cm3，施釉量为850-870g/m2；

面釉的比重为1.80±0.02g/cm3，施面釉时流速为40-45秒，施釉量为850-860g/㎡；

包括以下步骤：

(1)将泥浆干燥后喷粉入仓，得到基础粉料；

(2)利用干法混色系统，采用自动化称重、配色和混色，对步骤(1)得到的基础粉料进行

着色；

(3)立体布料、压制成型：先进行堆花布料，然后堆集到垂直料仓，通过移动布料方式，

将原料填充到工艺格栅上，经格栅填充到压机模腔，压制成型得到坯体；

(4)将步骤(3)所得的坯体进行烘干，控制干坯的水分含量为0.2-0.5％；

(5)在步骤(4)所得的干坯表面施面釉；

(6)将步骤(5)施面釉后的砖坯进入喷墨打印机打印图案，在喷墨打印机的最后一通道

添加剥开墨水通道，使用G40大喷头将所需图案喷到面釉表层上，烘干加热至60-70℃；

(7)经喷墨烘干加热的砖坯用水刀将剥开釉喷至砖坯表面；

(8)将步骤(7)所得的砖坯进行烘干，烘干至砖坯的水分含量小于1.0％；

(9)将步骤(8)所得的砖坯在陶瓷辊道窑中进行烧制；

(10)对烧制后的半成品进行后处理，得到所述的通体大理石瓷砖。

2.根据权利要求1所述的通体大理石瓷砖的制备方法，其特征在于：干法混色工艺中，

上料系统采用真空抽吸时的动力为压缩空气。

3.根据权利要求1所述的通体大理石瓷砖的制备方法，其特征在于：干法混色工艺采用

的色料为棕色、黑色、红色、深棕、钴蓝或灰色中的一种或多种。

4.根据权利要求1所述的通体大理石瓷砖的制备方法，其特征在于：立体布料工艺中的

堆花布料工序采用滚筒式、间歇式立体布料。

5.根据权利要求1所述的通体大理石瓷砖的制备方法，其特征在于：烧制温度为1180

℃-1200℃。

6.根据权利要求1所述的通体大理石瓷砖的制备方法，其特征在于：制备的通体大理石

瓷砖的厚度为12±0.2mm。
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通体大理石瓷砖的制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种通体大理石瓷砖的制备方法，属于仿大理石瓷砖制备的改进技术

领域。

背景技术

[0002] 市场上常见的抛釉砖釉面，底下是单独烧制的坯体，表面是由3D喷墨技术喷上的

一层图案，釉面耐磨度较低，磨损后露出里面的坯体，与表面颜色形成强烈色差，根本无法

处理。

[0003] 大理石在家居、装饰领域作为高贵奢华的象征，因大理石及其昂贵，又自身带有放

射性，因此并不普及；而且天然大理石厚度为28mm，不易施工。一种剥开釉大理石瓷砖应运

而生，这种瓷砖具有表面纹理酷似大理石的装饰层，因而广受消费者青睐。但现有的制备剥

开釉大理石瓷砖的工艺采用下陷釉十丝网叠加的办法，而下陷釉层色彩过渡不均匀、不自

然，还容易出现印花错位和石痕粗糙的“锯齿状”现象，并不能真实还原天然石材质感。如在

铺贴过程中容易出现拉槽、倒角、磨边等美观问题，瓷砖本身白色茬口裸露，只能重新补色

或其他方式补救。

[0004] 随着人们对瓷砖的要求逐步提高，现有的制作工艺较难制备出满足消费者日益提

高的要求。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种通体大理石瓷砖的制备方法，其简单、节能环保，突破

了传统工艺的瓶颈，应用广泛，制备的瓷砖真实还原了天然石材质感，整体美观、空间装饰

效果更加逼真，更有质感。

[0006] 本发明所述的通体大理石瓷砖的制备方法，是将干法混色工艺和立体布料工艺相

结合制备坯体，在坯体表面施面釉，然后在面釉表层依次喷剥开墨水和剥开釉，最后进行烧

制得到通体大理石瓷砖。

[0007] 所述干法混色工艺中，上料系统采用真空抽吸时的动力为压缩空气，避免色料的

二次污染。着色、混料系统从装料到配色到搅拌到入仓，全部为自动化控制，无需专人操作。

色料经真空泵吸到色料储备仓，经智能电子称与基础料充分混合，再往分料器分别输送到

压机储料仓等待使用。

[0008] 所述干法混色工艺采用的色料为棕色、黑色、红色、深棕、钴蓝或灰色中的一种或

多种，此六种色料通过混合搭配发色可调出三十几种颜色，可以满足各种花色要求。所述色

料优选为发色及各项性能优良的意大利陶丽西公司生产的专门用于干法着色的陶瓷色料。

[0009] 所述立体布料工艺中的堆花布料工序采用滚筒式、间歇式立体布料，使纹理更自

然、更贴近天然石材。着色料经输料管进入布料器分料斗，每种颜色分别控制共可使用6种

着色料，2种基础料。

[0010] 所述剥开墨水优选卡伦比亚公司生产的TS14001，其密度为1.15±0.01g/cm3。
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[0011] 所述面釉的比重为1.80±0 .02g/cm3 ,施面釉时流速为40-45秒，施釉量为850-

860g/㎡。

[0012] 喷剥开釉时，剥开釉优选为卡伦比亚生产，其比重为1.45-1 .48g/cm3，施釉量为

850-870g/㎡。

[0013] 所述烧制温度为1180℃-1200℃。

[0014] 制得的通体大理石瓷砖的厚度为12±0.2mm。

[0015] 所述的通体大理石瓷砖的制备方法，具体包括以下步骤：

[0016] (1)将泥浆干燥后喷粉入仓，得到基础粉料；

[0017] (2)利用干法混色系统，采用自动化称重、配色和混色，对步骤(1)得到的基础粉料

进行着色；

[0018] (3)立体布料、压制成型：先进行堆花布料，然后堆集到垂直料仓，通过移动布料方

式，将原料均匀填充到工艺格栅上，经格栅填充到压机模腔，压机采用3次冲压，3200N的压

力，压制成型得到坯体；

[0019] (4)将步骤(3)所得的坯体入干燥窑进行烘干，控制干坯的水分含量为0.2-0.5％；

[0020] (5)在步骤(4)所得的干坯表面施面釉；

[0021] (6)将步骤(5)施面釉后的砖坯进入喷墨打印机打印图案，在喷墨打印机的最后一

通道添加剥开墨水通道，使用G40大喷头将所需图案喷到面釉表层上，经干燥窑烘干加热至

60-70℃；

[0022] (7)经喷墨烘干加热的砖坯用水刀将剥开釉喷至砖坯表面；

[0023] (8)将步骤(7)所得的砖坯进行烘干，烘干至砖坯的水分含量小于1.0％；

[0024] (9)将步骤(8)所得的砖坯在陶瓷辊道窑中进行烧制；

[0025] (10)对烧制后的半成品进行后处理，放凉24小时后进入抛光、倒角、打蜡、修边工

序后，检选入库，得到所述的通体大理石瓷砖。

[0026] 步骤(1)中，喷粉后水分含量控制在：7.0-7.3％；

[0027] 颗粒级配如下：40目40-45％，

[0028] 60目35-40％，

[0029] 100目以下＜3％。

[0030] 本发明所用的干法混色系统、立体布料系统均为市售设备，分别优选为意大利LB

公司整套全自动智能干法混色系统，博晖立体布料系统。

[0031] 本发明中使用的剥开墨水的油性比较大，还加装了一道大喷头，置换大喷头后。下

墨量比较多，再用喷釉法，将剥开釉喷至剥开墨水上面，因经喷墨机打印在面釉表面，干的

很慢，水与油难熔的原理，喷到剥开墨水打印图案上的剥开釉会自然剥开，露出剥开墨水所

打印的图案。

[0032] 本发明将干法混色工艺和立体布料工艺相结合，并引进新式喷墨机，具有的优势

和取得的成效列举如下：

[0033] 1.突破底坯发色的局限，体现了由表及里的全通体纹理，无论拉槽、倒角、磨边等，

都运用自如，同时更加低碳环保。

[0034] 2.引进意大利BT喷墨机，1440dpi像素，剥开墨水叠加，再喷高硬度剥开釉工艺，色

泽效果真正由表及里还原天然大理石原貌、整体美观、空间装饰效果更逼真、更有质感。
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[0035] (1)突破了传统单一的“下陷釉十丝网叠加”的工艺瓶颈，杜绝了印花错位和石痕

粗糙的“锯齿状”传统工艺缺陷，全面突破行业下陷釉层色彩过渡不均匀、不自然的技术问

题。

[0036] (2)凹型釉层色彩渐变细腻，自然、神韵天成，真实还原了天然石材质感，剥开釉工

艺所营造的暗纹效果更加平滑、自然逼真、防污自洁，性能更佳，将天然大理石巧夺天工的

色彩与纹理完美的呈现。

[0037] 3.一石多面的立体布料技术，解决分散纹理和非均匀烧制，与釉面图案相对应等，

技术难题进一步保证纹理丰富性和平整度。

[0038] 4.进口耐磨釉，莫氏硬度达6级，超耐磨(卡伦比亚公司生产)。

[0039] 5.干法混色自动着色系统成就大理石瓷砖全体仿真效果，瓷砖的装饰制造技术一

个重要的分支是如何仿制天然石材、颜色、肌理功能如何无限的逼近天然石材，所述的通体

大理石瓷砖的研制开发应用，使得瓷砖仿制石材上做到了以假乱真、形神兼备的效果，通常

喷墨打印技术可以将石材图案采用扫描还原到瓷砖表面，而通体大理石布料设备将石材的

纹理由表及里在瓷砖上展现出来，使得瓷砖可以像石材一样随意倒边、倒角、开槽，在家居

空间中更完美的将石材天然石材的非凡魅力淋漓尽致的表现出来，把家居空间装点的美轮

美奂，追求尽善尽美。

[0040] 6.新型干法混色着色系统点染立体效果：

[0041] 天然石材色彩多样，五颜六色，单一石材品种也是由多种颜色组成，为了使通体大

理石瓷砖具有石材一样的丰富色彩，在陶瓷坯体颜色组成上引入陶丽西公司生产的多种不

同的颜色的粉料，传统的粉料着色方法是将陶瓷色料加入基础浆料中一起搅拌混合，坯体

的颜色越多，就需要制备越多种的着色粉料，生产就越复杂，为了降低生产难度强度，引进

新型干法混色系统，采用自动化称重、配色、混色系统，将喷雾干燥塔出来的基础粉料进行

着色。

[0042] 新干法混色着色系统优点多，列举如下：

[0043] (1)原料车间加工粉料投入减少，只需一个塔，喷雾基础粉料无需太多的不同的着

色，无需人工称重陶瓷色料加入中转色浆罐，喷雾塔只需喷单一基础粉料入仓，生产所需的

着色粉料都是通过干法混色着色系统，在压机即配即有，自动完成，每种着色料粉使用精准

可控，没有太多粉料被浪费。

[0044] (2)干法混色着色系统的即配即用，克服了传统湿法着色工艺的局限性，使得生产

转产无产量限制，可以找单生产，可以满足市场个性化需求，适应数码喷墨产品的生产特

点。

[0045] (3)干法着色系统自动化程度高，节能、降耗、节省人工。

[0046] 本发明与现有技术相比，具有以下有益效果：

[0047] (1)在技术上实现了突破：有效实现全立体布料与混色着色工艺相结合，使通体大

理石其颜色，肌理功能无限的逼近天然石材；

[0048] (2)在纹理上实现了突破：多相石纹等多项工艺的使用，使得所述的通体大理石瓷

砖有多个款式纹理，做到片片不同，铺贴的时候可自由搭配，随心所欲，真实还原天然石材

整体运用效果，纹理更加逼真，更有质感；

[0049] (3)效果上实现了突破：精细布料，通体美学，表里如一，在铺贴过程中解决了拉
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槽、倒边等美观问题，由内而外换发高贵气质；

[0050] (4)本发明工艺简单、节能环保，突破了传统工艺的瓶颈，应用广泛。

具体实施方式

[0051] 下面结合实施例对本发明作进一步的说明，但其并不限制本发明的实施。

[0052] 实施例所用的剥开墨水为卡伦比亚公司生产的TS14001，其密度为1.15±0.01g/

cm3。

[0053] 实施例1

[0054] 所述的通体大理石瓷砖的制备方法，具体包括以下步骤：

[0055] (1)将泥浆干燥后喷粉入仓，得到基础粉料，喷粉后水分含量控制在7.0-7.3％，颗

粒级配如下：40目40-45％，60目35-40％，100目以下＜3％；

[0056] (2)利用干法混色系统，采用自动化称重、配色和混色，对步骤(1)得到的基础粉料

进行着色；

[0057] (3)立体布料、压制成型：先进行滚筒式、间歇式立体堆花布料，然后堆集到垂直料

仓，通过移动布料方式，将原料均匀填充到工艺格栅上，经格栅填充到压机模腔，压机采用3

次冲压，3200N的压力，压制成型得到坯体；

[0058] (4)将步骤(3)所得的坯体入干燥窑进行烘干，控制干坯的水分含量为0.2％；

[0059] (5)在步骤(4)所得的干坯表面施面釉，面釉的比重为1.80±0.01g/cm3,施面釉时

流速为40秒，施釉量为850g/㎡；

[0060] (6)将步骤(5)施面釉后的砖坯进入喷墨打印机打印图案，在喷墨打印机的最后一

通道添加剥开墨水通道，使用G40大喷头将所需图案喷到面釉表层上，经干燥窑烘干加热至

60℃；

[0061] (7)经喷墨烘干加热的砖坯用水刀将剥开釉喷至砖坯表面，剥开釉的比重为

1.45g/cm3，施釉量为850g/㎡；

[0062] (8)将步骤(7)所得的砖坯进行烘干，烘干至砖坯的水分含量小于1.0％；

[0063] (9)将步骤(8)所得的砖坯在陶瓷辊道窑中进行烧制，烧制温度为1180℃。

[0064] (10)对烧制后的半成品进行后处理，放凉24小时后进入抛光、倒角、打蜡、修边工

序后，检选入库，得到所述的通体大理石瓷砖，其厚度为12±0.1mm。

[0065] 实施例2

[0066] 所述的通体大理石瓷砖的制备方法，具体包括以下步骤：

[0067] (1)将泥浆干燥后喷粉入仓，得到基础粉料，喷粉后水分含量控制在7.0-7.3％，颗

粒级配如下：40目40-45％，60目35-40％，100目以下＜3％；

[0068] (2)利用干法混色系统，采用自动化称重、配色和混色，对步骤(1)得到的基础粉料

进行着色；

[0069] (3)立体布料、压制成型：先进行滚筒式、间歇式立体堆花布料，然后堆集到垂直料

仓，通过移动布料方式，将原料均匀填充到工艺格栅上，经格栅填充到压机模腔，压机采用3

次冲压，3200N的压力，压制成型得到坯体；

[0070] (4)将步骤(3)所得的坯体入干燥窑进行烘干，控制干坯的水分含量为0.5％；

[0071] (5)在步骤(4)所得的干坯表面施面釉，面釉的比重为1.81±0.01g/cm3,施面釉时
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流速为45秒，施釉量为860g/㎡；

[0072] (6)将步骤(5)施面釉后的砖坯进入喷墨打印机打印图案，在喷墨打印机的最后一

通道添加剥开墨水通道，使用G40大喷头将所需图案喷到面釉表层上，经干燥窑烘干加热至

70℃；

[0073] (7)经喷墨烘干加热的砖坯用水刀将剥开釉喷至砖坯表面，剥开釉的比重为

1.48g/cm3，施釉量为870g/㎡；

[0074] (8)将步骤(7)所得的砖坯进行烘干，烘干至砖坯的水分含量小于1.0％；

[0075] (9)将步骤(8)所得的砖坯在陶瓷辊道窑中进行烧制，烧制温度为1200℃。

[0076] (10)对烧制后的半成品进行后处理，放凉24小时后进入抛光、倒角、打蜡、修边工

序后，检选入库，得到所述的通体大理石瓷砖，其厚度为12±0.2mm。

[0077] 实施例3

[0078] 所述的通体大理石瓷砖的制备方法，具体包括以下步骤：

[0079] (1)将泥浆干燥后喷粉入仓，得到基础粉料，喷粉后水分含量控制在7.0-7.3％，颗

粒级配如下：40目40-45％，60目35-40％，100目以下＜3％；

[0080] (2)利用干法混色系统，采用自动化称重、配色和混色，对步骤(1)得到的基础粉料

进行着色；

[0081] (3)立体布料、压制成型：先进行滚筒式、间歇式立体堆花布料，然后堆集到垂直料

仓，通过移动布料方式，将原料均匀填充到工艺格栅上，经格栅填充到压机模腔，压机采用3

次冲压，3200N的压力，压制成型得到坯体；

[0082] (4)将步骤(3)所得的坯体入干燥窑进行烘干，控制干坯的水分含量为0.3％；

[0083] (5)在步骤(4)所得的干坯表面施面釉，面釉的比重为1.80±0.02g/cm3,施面釉时

流速为42秒，施釉量为855g/㎡；

[0084] (6)将步骤(5)施面釉后的砖坯进入喷墨打印机打印图案，在喷墨打印机的最后一

通道添加剥开墨水通道，使用G40大喷头将所需图案喷到面釉表层上，经干燥窑烘干加热至

65℃；

[0085] (7)经喷墨烘干加热的砖坯用水刀将剥开釉喷至砖坯表面，剥开釉的比重为

1.46g/cm3，施釉量为860g/㎡；

[0086] (8)将步骤(7)所得的砖坯进行烘干，烘干至砖坯的水分含量小于1.0％；

[0087] (9)将步骤(8)所得的砖坯在陶瓷辊道窑中进行烧制，烧制温度为1190℃。

[0088] (10)对烧制后的半成品进行后处理，放凉24小时后进入抛光、倒角、打蜡、修边工

序后，检选入库，得到所述的通体大理石瓷砖，其厚度为12±0.1mm。
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